Besna

innovation through engineering

AN ENGINEERING COMPANY COMPLETELY
FOCUSED ON WORLD-CLASS EXECUTION

Innovation through engineering
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Instrumentos de Medicion y Control - END

Desde 1985 ofrecemos asesoramiento, venta y servicio post venta en instrumentos de END,
control de calidad y seguridad de la mas alta tecnologia.

MISION OBJETIVOS COMPROMISO SERVICIOS




Besna y Mess combinan fuerza, experiencia y conocimiento para
transformar la inspeccion industrial
con tecnologia flexible y digital!

BXN-V 1043B
Paneles digitales flexibles para radiografia industrial.
Imagenes nitidas y precisas, incluso en superficies curvas o irregulares.
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beXna — Prestaciones/Opciones

Model Name VXTD-1025DCB VXTD-10430CB
Technology Flexible a-Si TFT Flexible a-Si TFT
Pixel Pitch 99um 99um
Pixel Matrix 981 X 2517 pixels 981 X 4309 pixels
Image Size 97.119 X 249.183 mm 97.119 X 426.591 mm
Grayscale 16 bits 16 bits
X-ray Voltage Range 40 - 450kVp 40 - 450kVp
Maximum Exposure Time 180 sec. 180 sec.

X-ray Generator Interface

Data Interface

Image Acquisition Time

Dimensions

Weight

Battery

Dust and Water Resistant

Bezel Size

Power Consumption

Besna

External Line Trigger /
Automatic Exposure Detection

Wired: Gigahit Ethernet (1000BASE-T)

Wired: 1.5 sec.
Wireless: 3 sec.

443 X 182 X 20.5mm

1.4kg

5.5 h (capturing)
6 h (standby)

P67

10 mn (long sides)
Tolerence: 0.5 mm

DC24V,1.0A

External Line Trigger /
Automatic Exposure Detection

Wired: Gigahit Ethernet (1000BASE-T)

Wired: 1.5 sec.
Wireless: 3 sec.

620.5 X 182 X 20.5mm

1.65kg

5.5 h (capturing)
6 h (standby)

P67

10 mn (long sides)

Tolerences 0.5 m BXN-V 1043B BXN-V 1025B

DC24V,1.0A
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Gracias a su diseino flexible e innovador, beXna se instala
facilmente en cualquier superficie, asegurando resultados
impecables en todo tipo de entornos y aplicaciones. Ya sea
en obra, en campo o en laboratorio, beXna lleva la calidad
y la eficiencia de |a radiografia industrial a un nivel
completamente nuevo.




Problematica: sistema tradicional de pelicula radiografica

Utilizada por décadas en A Flexible, econémica y

: inspeccion de L :
iYa b L Eo:]  facil de aplicar.
soldaduras y corrosion.

: Requiere cuarto oscuro,
X guimicos y o Procesos manuales y
‘ almacenamiento fisico m lentos.
por décadas.

Necesidad de

Altos costos operativos  — o IS .
E y de insumos. E digitalizacion posterior

para trazabilidad.



Actualidad: Digital Detector Array (DDA)

 Un DDA es un sensor plano digital que
convierte rayos X en sefales
electronicas.

 Ampliamente usado en inspecciones
industriales para obtener imagenes de
alta resolucion.




» Esta tecnologia desarrollada “in house” redefine los limites de los ensayos no
destructivos en el mercado local, permite inspeccionar mas rapido, con mayor
precision y menor esfuerzo.

» Es una solucidn digital flexible que agrega

Imagen digital inmediata sin quimicos ni cuarto oscuro.

Reduccidn significativa de tiempos de inspeccion.

Generacion de imagenes en varios formatos (DICONDE, tiff, etc. )

Analisis e integracion personalizada

Incluir técnicas de procesamiento avanzado (reconocimiento de defectos con IA

— en curso).

ASENANENEN

.~

beXna no es solo un detector: es una revolucion....!!




Como funciona...???
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1. Rayos X atraviesan el objeto.
El haz impacta sobre el detector.

3. Cada pixel convierte la sefal en un
punto de la imagen digital.

4. Se obtiene imagen de forma
inmediata en una exposicion.

Todo en fracciones de
segundos (ms)...!!!




DDA Rigido

» Los DDA con conversion indirecta usan un
centelleador que transforma los rayos X o
gamma en luz visible. A mayor energia, se
necesita un centelleador mas grueso. Esa
luz llega a una base pixelada (A-Si - silicio
amorfo o IGZO - 6xido de indio, galioy
zinc), donde cada pixel tiene un fotodiodo
gue convierte la luz en seial eléctrica.

&—— X-ray photon

/ Light photons

\1,'.'
lé 7‘(; Scintillator layer

.

> El sistema procesa esas sefiales para crear Photo diode/pixel layer
una imagen digital.
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DDA Rigido = Ventajas Alta resolucion (desde 75 um)

Significativa reduccién en el tiempo de exposicion.

620 TFT —— Procesamiento digital instantaneo.

. - .] Alta repetibilidad y trazabilidad.

VIVIX-V 10170 VIVIX-V 17170 VIVIX-V 17240 VIVIX-V 31310 VIVIX-V 1723P VIVIX-V 2329P
(95 um) (95 um) (95 um) (148 im) (75 um) (75 um)

Menores costos operativos.

iy 7om iy 7240m ey ate ey s338 Eliminacidon de quimicos y pelicula (menor

contaminacion)
A-Si TFT A-Si TFT

GLA§ FREE TFT

- 2 ' ' '

VIVIX-V 15150 VIVIX-V 23230 VIVIX-V 25320 VIVIX-V 30300 VIVIX-V 43430 VIVIX-V 2530F VIVIX-V 3643F VIVIX-V 3543P VIVIX-V 2532P VIVIX-V 3643P
(119 1m) (179 m) (124 tm) (145 um) (140 um) (99 um) (99 tm) (100 tm) (124 ym) (140 ym)
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DDA Rigido - Limitaciones

[Flat Shooting]

Los detectores de conversion indirecta Pueden generar imagenes borrosas Rigidez, peso y costo, limitan su uso en
ienen menor sensibilidad por las pérdidas (problemas de resolucién) por la dispersion tuberias.
en la doble conversion (rayos X = luz > de luz entre pixeles, especialmente con
sefial eléctrica). centelleadores gruesos.
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Diferencial tecnolégico: DDA de nueva generacion

En la ultima década, los avances en semiconductores flexibles han permitido desarrollar detectores digitales verdaderamente
flexibles. Gracias a tecnologias como IGZO, LTPS y nuevos materiales del sector fotovoltaico, es posible crear una tinta
semiconductora (NPX) sensible a los rayos X que, aplicada sobre bases pixeladas flexibles basados en transistores de pelicula

fina (TFT), permite fabricar detectores de conversion directa.

&—— X-ray photon converted
directly into electrical charge

Semiconductor
ink conversion layer

Photo diode/pixel layer

Esto abre el camino hacia una alternativa digital y flexible, emulando a la pelicula
radiogrdfica tradicional ....1!!

Mess:

)5 Besna




Ventajas

Excelente resolucion
espacial y sensibilidad:
sin desenfoque.

Tecnologia muy rapiday
extremadamente
sensible




R Data to screen mapping
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Technology

Pixel Pitch

Pixel Matrix
Image Size
Grayscale

X-ray Voltage Range

Maximum Exposure Time

BXN-V 1025B

Flexible a-Si TFT
99um
981 X 2517 pixels
97.119 X 249.183 mn
16 bits
40 - 450kVp

180 sec.

BXN-V 1043B

Flexible a-Si TFT

99um
981 X 4309 pixels
97.119 X 426.591 nm
16 bits
40 - 450kVp

180 sec.




Software versatil — soporte personalizado

BB s
Configuration | Calbration

Apply Offset Calibration
| Cer oo L R —

M Negative M Apply Sharpenning

¥ Optimize Histogram M Remove Background

W Homomorphic filter

Configuration  Caibration

£ Apply Offset Calibration

% Apply Gain Calibration

 Negative  Apply Sharpenning

£ Optimize Histogram B Remove Background

% Calibrated
Homomorphic fifter

Amplitude Profile (average) om
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Muchas gracias!
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